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PENCIRIAN PERTUMBUHAN ANTARA LOGAM DALAM IKATAN BEBOLA 
EMAS PADA PERMUKAAN ALUMINIUM 

 

ABSTRAK 

 

 

 

 

Projek ini bertujuan untuk menguji-kaji kebolehan proses pelekatan wayar emas dengan 

menyelidik pertumbuhan antara logam antara pelekatan wayar emas pada tapak 

permukaan aluminium.  Kajian ini dilakukan pada suhu simpanan 150 °C dan 200 °C 

untuk masa yang berlainan.  Hubungan di antara rintangan elektrik dan  pertumbuhan 

antara logam juga dikaji.  Penyahkapsulan proses dan Mikroskop Imbasan Electron 

Pancaran Medan (FESEM) digunakan untuk menentukan liputan antara logam yang 

lebih tepat.  FESEM juga digunakan untuk mendapatkan imej mikrograf bagi 

pertumbuhan antara logam, lohong Kirkendall dan seterusnya fasa antara logam dengan 

menggunakan EDX untuk keratan rentas simple.  Keputusan analisis menunjukkan 

rintangan elektrik dan magnitud ketebalan pertumbuhan antara logam berkadar 

langsung terhadap masa dan suhu terma.  Dengan perubahan terma, pelekatan wayar 

emas menunjukkan pembentukkan lohong Kirkendall dan fasa antara logam yang 

berbeza dari pertumbuhan antara logam.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The objective of this project is to study the capability of gold wire bonding process by 

investigating the intermetallic growth between gold ball bonds and aluminum bond pad. 

The study includes applying thermal storage conditions at 150 °C and 200 °C at various 

intervals time.  The relationships between electrical resistance and intermetallic growth 

were also investigated.  Process decapsulation and Field Emission Scanning Electron 

Microscopy were used to accurately determine the intermetallic coverage of gold ball 

and aluminum bond pad.   Then Field Emission Scanning Electron Microscopy was 

used to obtain the micrograph image of intermetallic growth, Kirkendall Voiding and 

followed by intermetallic phase by using EDX for cross sectioned sample. The results 

indicated that the electrical resistance and magnitude of growth in intermetallic Al-Au is 

proportional to the amount duration of curing time at aging temperature.  Under thermal 

aging, the gold wire ball bonds show formation of Kirkendall voids and different 

intermetallic phases apart from intermetallic compound growth. 
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